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共用部分
1.阻焊、字符
1）阻焊膜厚度要求：基材上＞20μm，线路上＞10μm，线路拐角处≥5μm
2）保证最小阻焊桥，超能力时，可直接做开通窗设计。
3）白油块要求：客户设计白油块尺寸一般为 10mm×10mm、5.5mm×5.5mm、2.5mm×36mm，或者客户有在制板图纸中有标识，白油块要保证颜色均匀、全部覆盖阻焊油墨、表面无条纹，厚度≥20μm。

2.表面处理：
有铅喷锡锡厚：2μm～40μm

3.外形
（1） V-CUT外形加工要求：
V-cut余厚=1/3板厚±0.1mm  （注：板厚＜1.2mm时V-cut余厚与客户EQ确认）。
V-cut角度=30°±5°X＜0.6mm±0.1mm
成品板厚≥3mm时，V-cut余厚=0.7mm±0.1mm。
[image: RSB8@2RXDGB6}0N5B1LS1EL] 
（2）无要求时，默认添加8mm工艺边 ，工艺边要含有定位孔。
1）工艺边设置定位孔要求：（ 参考图一、图二制作）
①印制板拼板面积尺寸长≤150m且宽≤100mm,工艺边上两个定位孔中心距离工艺边两端各10mm。
②印制板拼板面积尺寸长≤200m且宽≤151mm,工艺边上两个定位孔中心距离工艺边两端各15mm。
③印制板拼板面积尺寸长≤300m且宽≤201mm,工艺边上两个定位孔中心距离工艺边两端各25mm。
④无要求时，工艺边加在长边L方向（见图一和图二）
⑤定位孔数量为3个，定位孔径及公差：Ф3mm +0.1/-0 mm，定位孔距离工艺边两端的具体位置以印制板制板说明为准
[image: ]  图一
图二[image: ]
2）MARK点添加要求
①印制板文件上有MARK点时，按照设计文件执行，无MARK点时，我司自行添加，添加位置见制板说明。
②若制板说明中未要求添加 MARK点，则默认不需要添加。
③若制板说明中未要求添加MARK点，但是GERBER资料中给了MARK点添加位置，则需要与客户EQ确认。
（3）无要求时，印制板四角做圆弧处理，圆弧角R为0.5mm

4.Mark点设计要求
1）MARK点为圆形，直径D为1.2±0.05 mm；
2）Mark点开窗要求：直径≥2倍Mark点直径；

[image: ISKQN_2][~3$YYY((F@)PO9]

5.验收标准IPC 3级
6.其他
1)提供贴片光绘文件
2)MES指示阻焊型号必须填写具体阻焊油墨型号，不能空白或者“/”
3）客户有介质耐电压测试要求且没有提供耐压电压时，电压按照1000V，施加电压的持续时间30s。
7.标记
1）无论客户是否有周期格式要求，周期格式都按WWYY。
2）在客户指定区域添加我司全套标记
8.叠层、板厚
1）板厚公差（如无特殊要求）：板厚＜2mm，允许公差±0.15mm；板厚≥2.0mm，允许公差±10%。
2）翘曲度：≤0.75%

预审部分
1.文件优先顺序(①优先级最高)：
①印制板文件（Gerber）
②制板说明
③技术协议
④行业国际标准、国家标准。

2.多层板成品固化后，相邻导线层之间至少应有0.090mm的介质材料。在一对相邻导线层间粘接片（半固化片）不应少于2层。

CAM部分
1.电测测试条件：开路电阻≤20Ω
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